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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Umverpackung, 
insbesondere eine, die ein Produkt mit einem Funke-
tikett, wie einem RFID(Radio Frequency Indentificati-
on)-Tag, umschließt und/oder in deren Nähe sich ein 
solches Etikett befindet.

Stand der Technik

[0002] Lebensmittel, Zigaretten, Tabakwaren allge-
mein, Kaugummi, Schokoladen und vieles mehr wer-
den typischerweise in Folien verpackt, die den Inhalt 
frisch halten. Die Folien sind oftmals aus Papier oder 
einem anderen Träger (wie z.B. eine Polymerfolie), 
auf den eine dünne elektrisch leitende Schicht, in der 
Regel eine metallische Schicht, typischerweise Alu-
minium, aufgebracht ist. Die dünne metallische 
Schicht hat dabei etliche Effekte, unter anderem sieht 
sie glänzend aus, bildet eine Barriereschicht gegen 
Sauerstoff und Feuchtigkeit, reflektiert die Wärme-
strahlung und hat einen entsprechend isolierenden 
Charakter.

[0003] Nachteilig an dieser Umverpackung mit elek-
trisch leitender Schicht ist beim Einsatz von 
RFID-Tags, insbesondere EPC (electronic product 
code)-Etiketten, EAS (electronic article surveil-
lance)-Tags, wie er momentan in großem Stil geplant 
ist, dass die elektrisch leitende Schicht der Umverpa-
ckung eine elektrisch leitende Fläche erzeugt, die 
elektromagnetische Wellen in unerwünschter Weise 
abschirmt, ähnlich wie in einem so genannten Fara-
day – Käfig, oder reflektiert und damit einen Einsatz 
von Funketiketten und/oder sonstigen elektrischen 
Bauteilen am Produkt und/oder an der Umverpa-
ckung erschwert oder gar unmöglich macht.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, eine Umverpackung mit einem Träger und ei-
ner elektrisch leitenden Schicht zu schaffen, die den 
Einsatz von Tags in der Umgebung der Umverpa-
ckung nicht behindert.

[0005] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand 
der unabhängigen und abhängigen Ansprüche, der 
Beschreibung und den Figuren gelöst.

[0006] Gegenstand der Erfindung ist eine Umverpa-
ckung für ein Produkt mit einem elektrischen Bauteil, 
zumindest einen Träger und eine elektrisch leitende 
Schicht umfassend, wobei die elektrisch leitende 
Schicht eine Struktur und/oder eine Beschichtung 
hat, die die durch deren leitende Fläche erzeugte Ab-
schirmung in der Umgebung der Umverpackung so 
vermindert, dass der Einsatz eines elektrischen Bau-
teils, das Informationen durch die Umverpackung 
durch nach außen liefert oder erhält und/oder dessen 

Energieversorgung durch die Umverpackung hin-
durch gespeist wird, nicht oder nur soweit beeinträch-
tigt, dass die Funktionsfähigkeit des Bauteils noch 
gegeben ist.

[0007] Mit dem Begriff „in der Umgebung" ist dabei 
folgendes umfasst:  
Zum einen ein Tag der direkt am Produkt und/oder in-
nerhalb der Umverpackung angeordnet ist.

[0008] Zum anderen ein Tag der sich in der Nähe 
der Umverpackung befindet.

[0009] Wegen der Abschirmung durch die Umver-
packung treten Störungen in der Regel bei herkömm-
lichen Tags innerhalb und/oder direkt an den Umver-
packungen auf und auch bei Tags, die sich außerhalb 
der Umverpackung, aber in deren Nähe befinden, 
z.B. durch Reflexionen der elektromagnetischen Wel-
len am Metall. Der Begriff „in der Umgebung" oder 
„nahe gelegen" bedeutet hierbei „im Bereich der typi-
schen Lesereichweite der Tags", beispielsweise bei 
13.56 MHz ist dies typischerweise bis ca. 70 cm, bei 
UHF (ultra hoch frequenz ~ 850–950 MHz) kann dies 
bis etwa 2 m betragen, im GHz-Bereich sogar noch 
mehr (mehrere Meter).

[0010] Mit dem Begriff „dass die Funktionsfähigkeit 
des Bauteils noch gegeben ist" ist die noch tolerierba-
re Abschirmung gemeint und kann kein konkreter 
Wert angegeben werden, da dies von vielen Fakten 
wie Sendeleistung, Sendefrequenz und/oder der Art 
des Bauteils wie beispielsweise Art des Funketiketts 
abhängig ist. Eine nicht mehr tolerierbare Abschir-
mung ist beispielsweise eine Reduzierung des Lese-
abstandes um die Hälfte (z.B. von 70 cm auf 35 cm) 
und/oder ist dann gegeben, wenn etwaige Informati-
onen bis unterhalb der Rauschgrenze abgeschirmt 
und/oder die Energieversorgung eines Radiofre-
quenz-Tags bis unter die Mindest – Betriebsspan-
nung reduziert wird.

[0011] Eine, die Abschirmung vermindernde, Be-
schichtung der leitfähigen Schicht der Umverpa-
ckung kann alternativ zu der Struktur und/oder ergän-
zend dazu eingesetzt werden und ist bevorzugt elek-
trisch hochohmig (z.B. > 10^5 Ohm m)oder isolie-
rend.

[0012] Beispielsweise kann man den optisch metal-
lischen Effekt schon durch sehr dünne Metallschich-
ten erreichen (mit einigen 10 nm, die elektrisch sehr 
schlecht leitend sind, wegen der geringen Schichtdi-
cke und/oder weil sie sehr stark unterbrochen sind 
durch deren Herstellungsprozess, z.B. Aufdampfen, 
Aufsputtern), die dann mit verschiedenen Lack-
schichten an die weiteren Bedürfnisse der Umverpa-
ckung angepasst werden können.

[0013] Ebenso gut kann ein Bild auf die Umverpa-
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ckung eventuell auch über die Struktur, aufgebracht 
werden.

[0014] Die Struktur in der leitfähigen Schicht ändert 
die Abschirm- und/oder Reflexionswirkung derart, 
dass induzierte, abschirmende und/oder reflektieren-
de Ströme in der leitfähigen Schicht (z.B. durch Wir-
belströme) vermindert oder gar verhindert werden. 
Im Resultat durchdringt die elektromagnetische 
Strahlung dann die Umverpackung und/oder Kopp-
lung, insbesondere induktive, kapazitive, Nah- oder 
Fernfeld – Kopplung, kann stattfinden. In der Umge-
bung der Umverpackung kann dann auch im Bereich 
der Sendeleistungen von RFID-Tags elektrische 
Leistung und/oder Information übertragen werden.

[0015] Die Sendeleistungen sind in der Regel durch 
Gesetze festgelegt. Eine Übersicht, der für RFID An-
wendungen einsetzbaren Sendeleistungen ist bei-
spielsweise gegeben in (Klaus Finkenzeller, 
„RFID-Handbuch", 2. Auflage, Hauser Verlag Mün-
chen, 2000, ISBN 3-446-21278-7). Demnach beträgt 
in Deutschland der Grenzwert für die Trägerleistung 
für 13,56 MHz Anwendungen 68,5 dBμA bei 3 m Ab-
stand und 13,5 dBμA bei 30m Abstand vom Sender, 
dabei wird das magnetische H-Feld der Funkanlage 
gemessen. Die Leistungsgrenzen variieren für ver-
schiedene Frequenzen sowie für verschiedene Län-
der.

[0016] Die Struktur unterbricht die elektrisch leiten-
de Fläche der elektrisch leitenden Schicht ein oder 
mehrmals, wobei die Unterbrechung bevorzugt zu-
mindest die Fläche über beispielsweise einer Spule 
des elektrischen Bauteils z.B. in zwei Hälften teilt. Am 
wirkungsvollsten stört die Struktur die Abschirmung, 
wenn sie gegenüber und in der Mitte einer Spule des 
elektrischen Bauteils angeordnet ist.

[0017] Die Struktur ist beispielsweise ein einfacher 
Einschnitt der die leitende Fläche der elektrisch lei-
tenden Schicht ganz oder teilweise durchzieht. Die 
Form der Einschnitte ist irrelevant, es kommt nur auf 
die Größe und Form der übrig bleibenden leitfähigen 
Bereiche an, die so gestaltet sein müssen, dass Wir-
belströme vermindert werden.

[0018] Die Struktur teilt die leitende Fläche der elek-
trisch leitenden Schicht in zumindest zwei kleinere 
leitende Flächen. Die Struktur kann die leitende Flä-
che der elektrisch leitenden Schicht aber auch in vie-
le kleine leitende Flächen teilen.

[0019] Die Struktur umfasst beispielsweise zumin-
dest zwei parallele und/oder zumindest zwei im Win-
kel zueinander stehende Einschnitte. Dabei kommt 
es nicht auf die Form der Einschnitte, sondern auf die 
Größe und Form der übrig bleibenden leitfähigen Flä-
che an (beispielsweise wirkt bei gleicher Fläche ein 
offener Kreis kaum, ein geschlossener Kreis jedoch 

sehr stark abschirmend) wobei für eine gegebene 
Frequenz eine kleinere Fläche wenig, eine größere 
jedoch stärker abschirmend ist.

[0020] Die Umverpackung kann hergestellt werden, 
indem man auf einen Träger, beispielsweise Papier 
oder Folie, eine elektrisch leitfähige Schicht auf-
bringt, die dann in einem nachfolgenden Arbeits-
schritt strukturiert wird. Die Struktur erfolgt bevorzugt 
durch einfache Mittel und/oder minimale Eingriffe.

[0021] Besonders vorteilhaft ist z.B. das sogenann-
te Dry Phase Patterning (siehe z.B. Veröffentlichung 
von Pira International Copyr. 2002, "RFID in Pa-
ckaging" Dr. Peter Harrop, "Pira on printing", ISBN 
1858029457; PAELLA Project ACREO, dry phase 
patterning method; Antenna for EAS RFID p. 49 
Fig. 6.2), da hier keine nasschemischen Verfahren 
verwendet werden. Vorteilhafterweise wird die leiten-
de Schicht der Umverpackung durch ein Trocken-
strukturierverfahren, beispielsweise mit einem struk-
turierten Kratzverfahren, (das auch Rolle-zu-Rolle 
tauglich ist) in hohen Volumina und/oder preiswert 
strukturiert.

[0022] Aber natürlich sind auch alle anderen struk-
turierenden direkten oder indirekten, additiven oder 
subtraktiven Verfahren einsetzbar, je nach Art der 
Umverpackung (z.B. strukturiertes Aufdampfen, Be-
drucken mit einem Schutzlack und anschließendem 
nass- oder trocken Ätzverfahren).

[0023] Bei Metallen kann die Struktur nasschemisch 
durch Ätzprozesse durchgeführt werden, durch tro-
ckene Prozessschritte wie Trockenätzen, Schnitt- 
und/oder Stanzprozesse und/oder durch Trocken-
strukturierung mittels Einprägung, wobei die gepräg-
ten Stellen durch ein Messer entfernt werden 
und/oder mit anderem Material befüllt werden kön-
nen.

[0024] Umgekehrt kann man aber auch eine bereits 
strukturierte elektrisch leitende Schicht auf den Trä-
ger aufbringen, wie dies beispielsweise durch Dru-
cken, (z.B. leitfähige Pasten, Leitsilber, organisch ba-
sierte Materialien) oder Kleben/Laminieren (z.B. Alu-
minium, Kupfer, Silber) möglich ist. Die elektrisch lei-
tende Schicht kann auch strukturiert aufgedampft 
und/oder aufgesputtert werden. Weitere Methoden 
sind Laminieren, Galvanisieren, Aufspritzen, Eintun-
ken, Einrakeln und/oder Drucken.

[0025] Die Strukturierung/Unterbrechung der elek-
trisch leitenden Schicht erfolgt dabei so, dass zwar 
die elektrische Leistung unterbrochen wird, die Um-
verpackung und insbesondere die als Träger dienen-
de Folie jedoch als ganzes noch mechanisch stabil 
genug sind, d.h. in der Regel wird die leitfähige 
Schicht oder ein Teil davon strukturiert und der Träger 
bleibt im wesentlichen erhalten. Noch nicht einmal 
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die elektrisch leitende Fläche muss komplett durch-
trennt sein, lediglich die leitende Verbindung inner-
halb der Fläche wird bei der Strukturierung unterbro-
chen.

[0026] Die Tiefe des Einschnitts der Struktur ist an 
die Dicke der elektrisch leitenden Schicht der Umver-
packung angepasst. Sie kann die gesamte Dicke der 
Schicht ausmachen oder nur einen Teil der Dicke, so-
lange gewährleistet, ist, dass durch die Struktur der 
leitende Kontakt innerhalb der leitenden Fläche un-
terbrochen ist und/oder der Widerstand innerhalb der 
leitenden Fläche so hoch ist, dass die durch die lei-
tende Fläche erzeugte Abschirmung den Einsatz von 
Funketiketten nicht beeinträchtigt.

[0027] Die Breite der Struktur ist beliebig, solange 
sie die leitende Fläche unterbricht. Beispielsweise 
beträgt die Breite der Struktur wenige typischerweise 
10–500μm. Die minimale Breite hängt nur vom ver-
wendeten Prozess ab (um eine sichere elektrische 
Unterbrechung zugewähren).

[0028] Durch die Struktur wird beispielsweise nicht 
nur Material der elektrisch leitenden Schicht entfernt 
und/oder verdrängt, sondern es kann auch ein ande-
res, beispielsweise isolierendes Material in die elek-
trisch leitende Schicht eingearbeitet und/oder einge-
prägt werden, so dass die Abschirmung innerhalb der 
Umverpackung ausreichend verhindert wird. Der Ein-
satz von zusätzlich eingebrachtem Material kann sich 
insbesondere bei den Anwendungen als günstig er-
weisen, bei denen der Frischhalteeffekt der Umver-
packung insbesondere auch auf die Barriereeigen-
schaften der Umverpackung gegenüber Luft (Sauer-
stoff und/oder Feuchte) im Vordergrund steht.

[0029] Die Umverpackung kann, aber muss nicht 
optisch durch die Struktur geprägt sein, außerdem 
kann sie noch beliebige andere Schichten umfassen, 
sowohl für optische als auch für funktionelle Zwecke, 
wobei graphische Gestaltungen der Umverpackung 
durch die Struktur, erzeugt oder von der Struktur un-
terstützt werden können oder auch durch die Struktur 
ungestört auf der Umverpackung angebracht sind.

[0030] Die Größe der übrig bleibenden durchge-
hend leitenden Flächen ist von der verwendeten Fre-
quenz und der Größe der verwendeten Antennen ab-
hängig. Dabei gilt bei Verwendung von induktiver 
Kopplung, dass die Größe der verwendeten Anten-
nen entscheidend ist und bei Verwendung von elek-
tromagnetischen Wellen die Frequenz entscheidend 
ist. Als praktisch hat sich herausgestellt, dass für eine 
allgemeine Verhinderung der Abschirmung gilt: je 
kleiner die einzelnen Flächen desto besser. Als be-
vorzugt maximale Größe der noch verbliebenen leit-
fähigen Fläche der elektrisch leitenden Schicht für in-
duktive Kopplung wird etwa die halbe Fläche der 
Sendeantenne genommen, bei größeren Flächen 

nimmt der Grad der Abschirmung „rapide" zu, wie 
man an Fig. 7 anhand einer realen Messung erken-
nen kann.

[0031] Die so strukturierten Flächen können eine 
beliebige Form (Bild, Logo und/oder Schriftzug) ha-
ben, solange gewährleistet ist, dass insgesamt kein 
abschirmender Charakter entsteht. Durch die Struk-
tur können verschiedenste optische Effekte erzielt 
werden, insbesondere kann sie auch Marketing-Zwe-
cken oder Marken-, oder Diebstahl-Schutz oder 
sonstigen Sicherheitsmerkmalen dienen. Alternativ 
oder ergänzend dazu kann die Struktur auch andere 
technisch funktionelle elektrische Effekte erfüllen, 
beispielsweise können Antennen für RFID tags durch 
die Struktur hergestellt werden.

[0032] Dabei bildet nach einer vorteilhaften Ausge-
staltung die Struktur und/oder ein Teil davon ein elek-
trisches Bauteil, wenn sie z.B. die Form einer Anten-
ne (z.B. Spulenform oder eine unterbrochene Stab-
form) für RFID-Tags und/oder sonstige Funketiketten 
hat. Hier befindet sich der Tag beispielsweise auch 
direkt auf dem Teil der Umverpackung mit der Struk-
tur.

[0033] Es lassen sich natürlich auch andere elektri-
sche Bauteile durch die Struktur realisieren, wie z.B. 
Kondensatoren. Hierzu braucht man allerdings auf 
beiden Seiten des Trägers der Umverpackung leitfä-
hige Schichten. Ebenso lassen sich auch Wider-
standsbahnen durch eine geeignete Form der Leiter-
bahnen realisieren.

[0034] Beispielsweise wird von der gesamten Um-
verpackung ein Teil (in der Regel der größte Teil) mit 
entsprechend diskutierten Methoden strukturiert und 
verändert, so dass er elektromagnetische Strahlung 
nicht mehr abschirmt und/oder reflektiert, und min-
destens ein anderer Teil der Umverpackung so struk-
turiert und verändert, dass diese Struktur z.B. als An-
tenne für ein RFID -Tag oder Funketikett oder für 
sonstige Zwecke eingesetzt werden kann.

[0035] Die typischerweise eingesetzten Umverpa-
ckungen für Lebensmittel, Zigaretten, Tabakwaren 
allgemein, Kaugummi, Schokoladen, Butter, Margari-
ne, Käse etc. umfassen Papier oder einen sonstigen 
Träger, beispielsweise auch eine Polymerfolie (PET, 
PES, PEN, Polyimid etc.) als Trägermaterial mit dar-
auf auflaminierter elektrisch leitender Schicht. Die 
möglichen Materialien zur Ausbildung der elektrisch 
leitenden Schicht umfassen alle Metall, (z. B. Alumi-
nium, Kupfer, Silber, Gold, Chrom, Titan, Zinn, Zink, 
Eisen, etc. sowie beliebige Legierungen), leitfähige 
Pasten (z.B. Leitsilber, CarbonBlack (das sind mit 
Graphit/Ruß gefüllte Pasten), leitfähige organisch ba-
sierte Materialien (z.B. Polyanilin, Pedot/Pss, oder 
ähnliche) oder metallorganische Systeme (z.B. Tin-
ten mit gelösten metallischen Verbindungen) oder 
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Kombinationen davon.

[0036] Die Dicke des Trägers variiert und beträgt bei 
Papier typischerweise 20–100 g/m^2, üblich sind z.B. 
30–50 g/m2. Bei Polymerfolien können beliebige Di-
cken verwendet werden, je nach Art der Umverpa-
ckung, typisch sind z.B. 10–50 μm (z.B. PET, PPS, 
oder ähnliche Materialien). Die Dicke der leitfähigen 
auflaminierten Schicht beispielsweise 3 bis 50 μm, 
bevorzugt 5–15μm (z.B. bei Aluminum-laminiertem 
Papier für Zigarettenverpackungen). Bei den ande-
ren genannten Materialien oder Methoden kann das 
natürlich alles variieren. Es können natürlich auch 
weitere Schichten zu den genannten aufgebracht 
werden, z. B. ein Schutzlack gegen Verkratzen oder 
als Versiegelung, sowie natürlich Farbschichten zum 
optischen Verdrucken aber auch weitere Schichten 
für sonstige Zwecke.

[0037] Als elektrisches Bauteil stehen hier vor allem 
die Funketiketten im Vordergrund. Beispiele dafür 
sind RFID-Tags, insbesondere EPC (electronic pro-
duct code)-Etiketten und/oder EAS (electronic article 
surveillance)-Tags. Diese Etiketten basieren auf nati-
onal oder international freigegebenen Frequenzbän-
dern zur Signalübertragung, typischerweise sind 
dies: 125–135 kHz, 13,56 MHz, 860–950 MHz oder 
2,45 GHz. Teilweise können auch andere Frequenz-
bänder genutzt werden wie z.B. ca. 6–8 MHz für 
Diebstahlschutz-Tags.

[0038] Weitere Einsatzgebiete können natürlich 
auch realisiert werden, z.B. Einsatz von Fernsteue-
rungen (typischerweise im Bereich von ca. 20–60 
MHz), Mobilfunk (850–2000 MHz), sowie Radio (LW, 
KW, UKW oder vergleichbar) oder Satellitenfunk. 
Auch kann man Umverpackung so gestalten, dass 
sie im Mikrowellenofen (z.B. zum Erwärmen von 
Speisen) nicht entfernt werden muss.

[0039] Die Strukturierung kann auch so gestaltet 
werden, dass bestimmte Frequenzbereiche und/oder 
Polarisationsrichtungen durchgelassen werden und 
andere abgeschirmt oder reflektiert werden, z.B. 
durch die Größe und die Form der leitfähigen Flä-
chen.

[0040] Das elektrische Bauteil kann auch zumindest 
eine Funktionsschicht aus organisch basiertem Ma-
terial umfassen und/oder generell der Polymerelekt-
ronik oder der organischen Elektronik zugeordnet 
sein.

[0041] Die strukturierte Umverpackung kann dann 
wieder in den herkömmlichen Verpackungsprozess 
eingespeist werden.

Ausführungsbeispiel

[0042] Im Folgenden wird die Erfindung noch an-

hand von Ausführungsbeispielen näher erläutert:

[0043] In Fig. 1 ist schematisch eine leitende Fläche 
gezeigt, bei der durch Struktur die elektrisch leitende 
Verbindung innerhalb der Fläche unterbrochen ist.

[0044] Fig. 2 zeigt die gleiche strukturierte leitende 
Fläche, wobei die Dimensionen der Struktur erkenn-
bar sind.

[0045] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen strukturierte elek-
trisch leitende Flächen, wobei die Lage einer Spule 
eines elektrischen Bauteils im Verhältnis zu der Lage 
der Struktur gezeigt ist.

[0046] Fig. 5 zeigt ein Beispiel für eine Struktur und

[0047] Fig. 6 schließlich zeigt eine Umverpackung 
mit eingezeichneter Lage der inneren Spule und au-
ßen eine korrespondierende Spule, die mit der innen 
gezeigten Spule korrespondiert.

[0048] Fig. 7 zeigt eine reale Messung der Ab-
schirmwirkung einer leitfähigen Schicht, die zwischen 
einem Sender und einer Empfängerantenne gescho-
ben wird.

[0049] Fig. 1 zeigt eine Umverpackung 1 mit darauf 
befindlicher Struktur 2, wobei deutlich erkennbar ist, 
dass die Struktur 2 nicht durchgehend ist, sich aber 
über mehr als die Hälfte der Umverpackung erstreckt. 
Eine durchgehende Struktur 2 ist natürlich auch von 
der Erfindung umfasst.

[0050] Fig. 2 zeigt die Umverpackung 1 in einer per-
spektivischen Ansicht, auf der der Träger 13 und die 
elektrisch leitende Schicht 14 mit Struktur 2 zu erken-
nen ist.

[0051] Die Lage der Struktur 2 und deren Dimensio-
nen sind in Fig. 2 erkenntlich. Die Breite 4 der Struk-
tur 2 ist frei wählbar, solange die elektrische Leitfähig-
keit durch die Breite 4 dieser Struktur 2 unterbrochen 
wird. Gleiches gilt für die Tiefe 3 der Struktur 2 (Die 
Tiefe kann auch die komplette leitfähige Schicht um-
fassen, aus Sicherheitsgründen sogar noch bis ins 
Trägermaterial hinein). Lediglich die Länge 5 der 
Struktur 2 steht im Zusammenhang mit der Spule des 
elektrischen Bauteils und/oder des Funketiketts (in 
Fig. 2 nicht gezeigt), derart, dass sie zumindest die 
Hälfte der Spule misst.

[0052] In Fig. 3 ist die Umverpackung 1 mit einer 
Struktur 2 zu sehen, die nicht die ganze Länge der 
elektrisch leitenden Fläche bedeckt, jedoch die ge-
samte Länge der Antenne 12 (als Antenne ist hier nur 
beispielhaft und schematisch eine Spule zur indukti-
ven Kopplung gezeigt). Die Form der Antenne kann 
ganz unterschiedlich sein, je nach Einsatzgebiet; z. 
B. in Form eines Dipols).
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[0053] In Fig. 4 ist ein ähnlicher Aufbau wie in Fig. 3
gezeigt mit dem Unterschied, dass hier die Struktur 2
nur bis zumindest die Hälfte der Ausdehnung der 
Spule 12 reicht. In beiden Fällen wird die Abschir-
mung durch die elektrisch leitende Schicht der Um-
verpackung in so einem Maße verhindert, dass der 
Einsatz von Funketiketten sinnvoll, also die Funkti-
onsfähigkeit des Bauteils noch gegeben ist.

[0054] In Fig. 5 ist ein Beispiel für eine Struktur ge-
zeigt, die großflächig auf der elektrisch leitenden 
Schicht der Umverpackung 1 aufbringbar ist. Man er-
kennt eine rautenförmige Struktur mit vielen paralle-
len und vielen im Winkel zueinander stehenden Ein-
schnitten 7, bei der die elektrisch leitende Fläche 6
der elektrisch leitenden Schicht der Umverpackung 1
in viele kleine Flächen unterteilt ist. Eine Abschir-
mung, die den Einsatz von Funketiketten empfindlich 
stören würde, wird so wirkungsvoll verhindert, weil 
kleine leitende Flächen keine Störungen in der Funk-
verbindung zwischen Funketikett und Auslesegerät 
bewirken. Insbesondere, wenn die Lage der Spule in-
nerhalb der Umverpackung nicht klar ist, ist es sinn-
voll eine großflächige Struktur, wie hier gezeigt, auf-
zubringen, weil die effektivste Verhinderung der Ab-
schirmung durch einen Einschnitt in der elektrisch lei-
tenden Fläche gegenüber der Spule des elektrischen 
Bauteils erreicht wird, die bei der großflächigen Auf-
bringung automatisch immer mit umfasst ist.

[0055] In Fig. 6 ist die abschirmende Fläche (d.h. 
die Umverpackung) in Form einer Schachtel 10 dar-
gestellt. Eine äußere Sendeantenne 8 steht gegenü-
ber der in der Schachtel befindlichen Empfängeran-
tenne 11. Nach dem Stand der Technik wird die elek-
tromagnetische Strahlung zwischen Sendeantenne 8
und Empfängerantenne 11 durch die sich dazwi-
schen befindliche Schachtel, in oder an der sich eine 
leitende Fläche befindet, abgeschirmt, so dass keine 
Funkverbindung zu Stande kommt. Durch die Struk-
tur 9 gemäß der Erfindung wird jedoch die leitende 
Fläche unterbrochen und deshalb kann ein Funkkon-
takt zwischen Sender 8 und Empfänger 11 aufgebaut 
werden. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn sich die 
Empfängerantenne 11 nicht „innerhalb" der Schach-
tel befindet, sonder an und außerhalb der Umverpa-
ckung aber in deren Umgebung.

[0056] Die gezeigte Struktur 9 ist nur ein Beispiel 
und nach der Erfindung kann die Struktur natürlich 
alle möglichen Formen haben, z.B. auch die Form 
aus Fig. 5.

[0057] In Fig. 7 ist eine Messung der Abschirmwir-
kung einer leitfähigen Schicht gezeigt. Zwischen 
Sendeantennte 8 und Empfangsantenne 11 wird von 
links nach rechts in Pfeilrichtung 18 eine leitfähige 
Schicht, nämlich die Umverpackungsschicht 1 ge-
schoben. In der oberen Graphik ist nun die an 11 ge-
messene induzierte Spannung in Abhängigkeit vom 

Überlapp der leitfähigen Schicht 1 gezeigt. Man er-
kennt deutlich, dass bis etwa 1/3 Überlapp die indu-
zierte Spannung konstant bleibt, also keine Abschir-
mungswirkung vorhanden ist. Bei größerem Über-
lapp, findet dann ein rapider Abfall der induzierten 
Spannung statt, es findet also eine starke Abschirm-
wirkung statt. Bei komplettem Überlapp ist nahezu 
keine induzierte Spannung mehr messbar (im we-
sentlichen Rauschen), was auf eine weitgehend 
komplette Abschirmwirkung hinweist. Ein ähnliches 
Verhalten erhält man auch, wenn Sender- und Emp-
fängerantenne sich an einer Seite der leitfähigen Fo-
lie befinden und die leitfähige Folie sehr nahe an ei-
ner der Antennen geführt wird.

[0058] Durch die hier erstmals offenbarte Möglich-
keit der Verminderung der Abschirmung durch elek-
trisch leitfähige Umverpackungen ist es möglich, mit 
sehr einfachen Mitteln und durch minimale Eingriffe 
die unerwünschte Abschirmwirkung leitender Flä-
chen auf magnetische und elektromagnetische Fel-
der deutlich zu vermindern. Damit ist es möglich, z.B. 
Funketiketten, innerhalb oder in der Umgebung von 
metallisierten Verpackungen unterzubringen, ohne 
dass deren Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt wird.

[0059] Die bereits publik gemachte Absicht vieler 
Firmen, in Zukunft RFID-Funketiketten auf eine Viel-
zahl von Produkten anzubringen wird hier auch für 
Produkte ermöglicht, die in metallenen Folien, metal-
lisiertem und/oder mit Metall laminiertem Papier oder 
Folie und/oder Verbundmaterialien, die metallene 
Schichten enthalten, eingepackt sind.

Patentansprüche

1.  Umverpackung (1) für ein Produkt mit einem 
elektrischen Bauteil (11, 12), zumindest einen Träger 
(13) und eine elektrisch leitende Schicht (14) umfas-
send, wobei die elektrisch leitende Schicht eine 
Struktur (2, 7) und/oder eine Beschichtung hat, die 
die durch deren leitende Fläche erzeugte Abschir-
mung in der Umgebung der Umverpackung so ver-
mindert, dass der Einsatz eines elektrischen Bau-
teils, das Informationen durch die Umverpackung 
durch nach außen liefert oder erhält und/oder dessen 
Energieversorgung durch die Umverpackung hin-
durch gespeist wird, nicht oder nur soweit beeinträch-
tigt, dass die Funktionsfähigkeit des Bauteils noch 
gegeben ist.

2.  Umverpackung (1) nach Anspruch 1, wobei die 
Struktur (2) ein einfacher Einschnitt in die leitende 
Fläche der elektrisch leitenden Schicht (14) ist.

3.  Umverpackung (1) nach Anspruch 1 oder 2, 
wobei die Struktur (2) in Form zumindest zweier par-
alleler und/oder zumindest zweier im Winkel zueinan-
der stehender Einschnitte (7) aufgebracht ist.
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4.  Umverpackung (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Beschichtung zur Vermin-
derung der Abschirmung eine maximal 1μm dicke 
Metallschicht mit weiteren Schichten zur Vervollstän-
digung der Umverpackung umfasst.

5.  Umverpackung (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Struktur (2) die leitende 
Fläche der elektrisch leitenden Schicht (14) in zumin-
dest zwei Flächen unterteilt.

6.  Umverpackung (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Struktur (2) und/oder Teile 
der Struktur elektrische Bauteile, wie eine Antenne, 
einen Kondensator, eine Leiterbahn, eine Diode oder 
Teile davon bilden.

7.  Umverpackung (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Struktur (2) zumindest 
zum Teil neben ihrem technischen Effekt auch einen 
optischen Effekt zeigt, wie ein Bild, ein Sicherheits-
merkmal, einen Schriftzug, ein sonstiges optisches 
Merkmal und/oder ein Logo wiedergibt.

8.  Umverpackung (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Struktur (2) die elektrisch 
leitende Fläche der elektrisch leitenden Schicht (14) 
ein oder mehrmals unterbricht.

9.  Umverpackung (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Unterbrechung bevorzugt 
zumindest die Fläche über beispielsweise einer Spu-
le (11) des elektrischen Bauteils in zwei Hälften teilt.

10.  Umverpackung (1) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei die Struktur (2) gegenüber 
der Mitte einer Spule (11) des elektrischen Bauteils 
angeordnet ist.

11.  Umverpackung (1) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei die Oberfläche der Umver-
packung, ein Bild zeigt.

12.  Verwendung einer Umverpackung nach ei-
nem der vorstehenden Ansprüche für eine Zigaret-
tenverpackung, für eine Lebensmittelverpackung 
und/oder für eine Arzneimittelverpackung, in einem 
Radio, beim Mobilfunk, in einer Fernbedienung 
und/oder in einem Mikrowellenherd.

13.  Verfahren zur Herstellung einer Umverpa-
ckung mittels einer Methode zur strukturierten Auf-
bringung einer Schicht oder einer Beschichtungsme-
thode mit nachfolgender Strukturierung, insbesonde-
re mit einem dry phase patterning einer metallisierten 
Schicht.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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